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1.  Introducere

Aceste  specificații  definesc  parametrii  de  proiectare  pentru  proiectarea  PCB  din  punct  de  vedere  DFM,  cum  ar  fi  forma,  stivuirea,  designul  
fiduciar,  aspectul,  urmele,  găurile,  masca  de  lipit,  tratarea  suprafeței,  imprimarea  și  așa  mai  departe.

Deoarece  nu  suntem  editori  profesioniști,  în  acest  ghid  pot  apărea  erori  de  tipar  sau  o  formulare  neclară.  Apreciem  orice  feedback  pentru  a  
face  acest  ghid  mai  bun  împreună.  Actualizăm  informațiile  din  acest  ghid  în  mod  regulat  pentru  a  face  informațiile  cât  mai  utile  pentru  comunitate.

Seeed  este  o  platformă  de  inovare  hardware  care  ajută  producătorii  să-și  transforme  viziunile  într-un  produs  finit,  oferind  producție  de  plăci  
de  circuit  imprimat,  asamblare  de  plăci  de  circuit  imprimat  (PCBA)  și  alte  servicii,  cum  ar  fi  frezarea  CNC,  imprimarea  3D  și  serviciul  de  layout  PCB,  
cu  garanție  de  calitate  și  livrare  de  la  o  singură  sursă.

Industria  plăcilor  de  circuite  imprimate  din  Germania  lucrează  aproape  exclusiv  cu  termeni  englezi  în  zilele  noastre.  În  acest  ghid,  s-a  
avut  grijă  să  folosiți  termenii  și  denumirile  germane  pe  cât  posibil.  În  cazul  în  care  acest  lucru  provoacă  confuzie,  versiunea  originală  în  limba  
engleză  poate  fi  accesată  cu  ușurință  pe  site-ul  web  Seeed  Studio.

Seeed  face  parte  din  industria  electronică  din  China  de  mai  bine  de  9  ani  și  a  acumulat  o  mare  experiență  în  producție  în  acest  timp.  Pentru  
a  reduce  decalajul  dintre  design  și  producție  și  pentru  a  fi  la  înălțimea  motto-ului  companiei  noastre  „Grow  the  Difference”,  care  își  propune  să  
ajute  mai  mulți  oameni  să-și  aducă  produsul  în  producție,  am  rezumat  toate  cunoștințele  noastre  din  acești  9  ani  în  acest  ghid.

Dacă  aveți  o  sugestie  de  îmbunătățire,  vă  rugăm  să  ne  contactați:  fusion@seeed.cc.  Pentru  mai  multe  informații  despre  fabricarea  prototipului  nostru  
de  PCB,  vizitați  site-ul  nostru  www.seeedstudio.com

http://www.seeedstudio.com/


extensia  de  fișier

BoardName.GL2

Serigrafie  Mai  sus

Serigrafie  Mai  jos

BoardName.GML/GKO

forajBoardName.TXT

Mască  de  lipit  Mai  jos

BoardName.GTS

straturi

Stratul  interior  2  (cu    4  straturi)

BoardName.GL3

BoardName.GTL

conturul  plăcii  de  circuite

BoardName.GBL

Mască  de  lipit  Deasupra

Strat  de  cupru  de  sus

BoardName.GTO

Stratul  interior  3  (cu    4  straturi)

Partea  inferioară  a  stratului  de  cupru

BoardName.GBO

BoardName.GBS

2.  Specificații  PCB  Seeed  Fusion

2.1  Date  de  producție  necesare

2.2  Dosar  Gerber
Formatul  Gerber  este  un  format  de  imagine  vectorială  2D  deschis.  Este  formatul  standard  al  industriei  plăcilor  de  circuite  imprimate  și  al  
software-ului  și  descrie  diferitele  straturi  ale  unei  plăci  de  circuite  imprimate,  cum  ar  fi  de  ex.  B.  straturi  de  cupru,  mască  de  lipit,  mască  de  
lipit  și  litere.  Fișierele  Gerber  trebuie  să  fie  într-o  singură  arhivă  zip  sau  rar  corespunzătoare  următoarelor  extensii  de  fișiere:

[3]  Serviciu  stencil:  Mască  de  lipit/Strat  de  pastă  de  lipit.  Straturile  de  sus  și  de  jos  pot  fi  prelucrate  cu  laser  din  același  șablon  dacă  
materia  noastră  primă  este  suficient  de  mare  pentru  a  găzdui  ambele  straturi.

[1]  Serviciu  plăci  de  circuite:

2.  Fișierul  planului  de  foraj  trebuie  să  corespundă  formatului  Excellon.

La  fel  ca  PCB  Service  +  Lista  de  materiale  (BOM)

1.  Datele  Gerber  trebuie  să  fie  în  format  RS-274x.

4.  Toate  fișierele  trebuie  să  fie  în  aceeași  arhivă/dosar.

[2]  Serviciu  PCBA  (PCB  și  producție):

Important:

Strat  de  cupru,  strat  de  mască  de  lipire  (pentru  fiecare  strat  de  cupru),  strat  de  imprimare  (opțional),  strat  mecanic  (unul  
pe  fișier)  și  fișier  de  foraj  (unul  pe  fișier).

3.  Fișierul  de  schiță  al  plăcii  de  circuite  trebuie  să  existe.



*

Sfat:  Este  recomandabil  să  creați  
unul  pentru  plăcile  de  circuite  mai  mici

utilitate

10  mm

specificație

10

2.3  Specificații  PCB  pentru  FR4-TG130

Descriere

Cantitate  maxima  pe  comanda

500

6-8  straturi

10  straturi

Pentru  1  oz:  4mil,  5mil,  6mil

constantă  dielectrică

1,0 /  1,2 /  1,6 /  2,0 /  2,5 /  3,0

500  mm

14  straturi

Lățimea  minimă  și

1  -  16  straturi

0,075  -  5,0

1,6 /  2,0 /  2,5 /  3,0

disponibil

Pentru  2  oz:  10  mil  [0,25  mm]

Dimensiuni  minime

8000  bucăți

1,6 /  2,0 /  2,5 /  3,0

2,5 /  3,0

1  oz.  2  oz.  3  oz.

Dimensiuni  maxime

Cantitate  minima  pe  comanda

4  straturi

grosimea  plăcilor  de  circuit

±  10%

*

0,8 /  1,0 /  1,2 /  1,6 /  2,0 /  2,5 /  3,0

Cantitatea  de  comandă  PCB

12  straturi

[0,1  mm,  0,13  mm,  0,15  mm]

Straturi  producibile

distanta  dielectrica

1,2 /  1,6 /  2 /  2,5 /  3,0

16  straturi

distanta  fata  de  conductori

5  bucăți

0,6 /  0,8 /  1,0 /  1,2 /

2.0 /  2.5 /  3.0

Greutăți  de  cupru  (pe  1  picior²)

Pentru  3  oz:  15  mil  [0,4  mm]

Dimensiuni  PCB

4,2  -  4,7

1-2  straturi

disponibil

Toleranță  la  grosimea  PCB

Unități:  mm  [mil]  acolo  unde  este  cazul



6  mils

straturi  interioare

Distanta  minima  intre

  0,10  mm  pentru  verde

Pentru  2  oz    12  mil

foraj

Lățimea  minimă  de

Distanta  minima  intre

  0,15  mm  [6  mils]

0,2  -  6,5  mm

diametrul  unei  jumătăți  de  gaură

Latimea  minima  a  scarii  pt

Distanta  minima  intre

straturi  exterioare

  0,32  mm  pentru  verde

Minim

placi)

grosime  de  cupru  de

Limită  (taxă  suplimentară):

Pentru  1  oz    8  mil

găuri  și  scări

diametru  pt

  0,13  mm  pentru  alte  culori

Pentru  3  oz    15  mi

0,017  (pentru  0,5  oz)

constrângere

măști  de  lipit

conductoare  și  suprafețe  de  cupru

grosime  de  cupru  de

Mod  implicit:

contacte  de  margine

Straturi  interioare  (pentru  4  straturi

0,035  –  0,07  mm  (pentru  1  oz  –  2  oz)

vias

  0,35  mm  pentru  alte  culori

12  mil

12  mil

0,6  mm



Dimensiunile  suportului  BGA

culoare  serigrafie

Cel  mai  bun  raport  de  aspect  pentru

Dimensiuni  PCB  pentru  scriere
380  mm

3  -  14  zile  lucratoare

marginea  plăcii  de  circuite

Distanta  minima  intre

Dacă  masca  de  lipit

minim

mărimea

Distanta  minima  intre

Înălțime    0,6  mm  [23  mil]

0,15  mm  [6  mil]

70

Specificații  PCB

Pentru  6mil    0,45  mm

0,2  mm  [8  mils]

1:5

0,8  mm

*

Pentru  4mil    0,25  mm

captură  ecran

Serigrafia  este  neagră

(Mecanic)

*

timpul  de  productie

Distanta  minima  pana  la

text

Dacă  masca  de  lipit  este  albă

±0,15  mm

Subboard  minim

0,3  mm

tampografie  și  serigrafie

Verde/Roșu/Galben/Albastru/Negru

maxim

Diferite  in  functie  de  comanda

Conductor  și  NPTH  (găuri  
neplacate)

Lățimea  conductorului    0,1  mm  [4  mil]

Lățimea  minimă  a  fantei  de  frezare

380

Pentru  5mil    0,35  mm

Serigrafia  este  albă

Dimensiuni  minime  pt

toleranță  de  slot

55  mm

al  8-lea

* 8  mm



12mil

12mil
1  oz

1  oz

hoz

10mil

10mil

axa  de  simetrie

1  oz

hoz

1  oz

3.1  Construirea  stratului

3.  Formarea  stratului  PCB

Figura  1:  Structura  plăcii  de  circuit.

trebuie  evitată  grosimea  asimetrică  a  straturilor  interioare.

Figura  2:  Proiectare  simetrică.

[5]  Folia  de  cupru  de  0,5  oz  este  de  obicei  utilizată  pentru  straturile  exterioare,  1  oz  pentru  straturile  interioare.  „Plăci  de  bază”  cu

[4]  Plăcile  multistrat  pot  fi  construite  folosind  diverse  metode.  Procesul  de  „placă  de  bază”  este  utilizat  în  principal  pentru  plăci  
multistrat  speciale.

[6]  Structura  stratului  ar  trebui  să  fie  cât  mai  simetrică  posibil  pe  axa  de  simetrie.  Trebuie  luate  în  considerare  grosimea  
preimpregnatelor  (covoare  din  fibră  de  sticlă  preimpregnate),  rășina  utilizată,  grosimea  foliei  de  cupru  și  distribuția  
straturilor.



surplontă

direcția  de  transport

direcția  de  transport

direcția  de  prelucrare

Distanța  ar  trebui  să  fie  cu  0,5  mm  mai  mare  decât  
componenta  din  spațiu.

marginea  de  transport

3mm

3mm

5mm

componente

4.1  Dimensiunile  PCB  care  pot  fi  produse

4.  Dimensiuni  PCB

  Pentru  toate  procesele  de  lipire  a  mașinii,  cu  excepția  lipirii  prin  reflow,  părțile  proeminente  trebuie  să  aibă  o  distanță  de  
3  mm  până  la  marginea  exterioară  a  marginii  de  transport,  așa  cum  se  arată  în  Figura  5.

[10]  Raport  lățime-lungime  recomandat  =  X /  Y    2.

[13]  Carcasele  componentelor  nu  trebuie  să  iasă  dincolo  de  marginile  plăcii  și  trebuie  să  îndeplinească  următoarele  condiții:

500  mm,  dimensiunile  minime  10

Figura  5:  Distanța  pentru  componentele  proeminente.

[9]  Raport  lățime-grosime  recomandat  =  Y /  Z    150.

Figura  4:  Dimensiunea  minimă  a  chenarului.

  Pentru  toate  metodele  de  lipire  a  mașinii,  cu  excepția  lipirii  prin  reflow,  slotul  dintre  panou  și

a  evita.

*

fi.
  Distanța  de  la  un  suport  de  lipit  sau  un  corp  de  componentă  la  marginile  de  transport  trebuie  să  fie  de  cel  puțin  5  mm

[11]  Pentru  grosimi  de  plăci  de  circuite  <  0,8  mm,  folia  de  cupru  trebuie  distribuită  uniform  pentru  a  evita  îndoirea  plăcii  de  circuite

Subplaca  trebuie  să  fie  cu  cel  puțin  0,5  mm  mai  mare  pe  ambele  părți  decât  componenta.  A  se  vedea  figura  6.

[7]  Dimensiunile  maxime  ale  PCB-ului  sunt  500  [8]  Grosimea  maximă  
a  PCB-ului  este  de  3  mm,  iar  cea  minimă  este  de  0,6  mm  (Numai  pentru  1-2  straturi).

adăugați  o  marjă    5  mm  pe  părțile  opuse,  unde  vor  fi  ulterior  avansate  în  mașini.

*

[12]  Dacă  plăcile  de  circuite  nu  pot  îndeplini  distanțele  de  margine  necesare,  se  recomandă  utilizarea  a  două

Figura  3:  Dimensiunile  PCB.

10  mm

Figura  6:  Distanța  pentru  componentele  proeminente.



5.2  Aur  cu  imersie  de  nichel  electroless  (ENIG)

5.1  Nivelarea  aerului  cald  (HASL)

5.3  Conservanți  organici  de  lipit  (OSP)

5.  Tratamente  de  suprafata

pentru  a  elimina  excesul  de  cositor.  Învelișul  rezultat  al  plăcuțelor  are  o  grosime  de  1  µm  -  25  µm.

5.2.2  Domeniul  de  aplicare

[16]  Aurul  de  imersie  cu  nichel  electroless  (ENIG)  este  un  tratament  de  suprafață  în  care  plăcuțele  sunt  mai  întâi  placate  cu  nichel  și  apoi  cu  aur  
pentru  a  preveni  oxidarea.  După  finalizarea  procesului,  stratul  de  nichel  are  o  grosime  de  2,5  µm  -  5,0  µm,  iar  stratul  de  aur  (99,9%  aur  
pur)  0,08  µm  -  0,23  µm.

[14]  Placa  de  circuite  este  scufundată  în  staniu  lichid  și  apoi  este  suflată  cu  aer  comprimat  fierbinte

Componente  cu  pas  fin.

5.2.1  Cerințe  de  proces

5.1.1  Cerințe  de  proces

[15]  Când  utilizați  HASL,  este  foarte  dificil  să  controlați  grosimea  stratului  de  acoperire  și  să  mențineți  forma  precisă  a  plăcuțelor.  Din  acest  
motiv,  această  metodă  nu  este  de  obicei  potrivită  pentru  componentele  cu  pas  fin,  deoarece  acestea  necesită  de  obicei  tampoane  foarte  
plate.  În  plus,  șocul  termic  care  apare  în  timpul  acoperirii  poate  cauza  deformarea  plăcii  de  circuit  imprimat.  Prin  urmare,  nu  recomandăm  
aceste  metode  pentru  plăci  ultra-subțiri  cu  o  grosime  de  0,7  mm  sau  mai  puțin.

[17]  Datorită  suprafeței  plane  rezultate,  această  metodă  este  potrivită  în  special  pentru  plăcile  de  circuite  cu

[18]  Cu  OSP,  tampoanele  expuse  sunt  acoperite  cu  o  vopsea  organică.  Lacul  pe  care  îl  recomandăm  în  prezent  este  Entek  Plus  Cu-106A  de  la  
Enthone,  cu  o  grosime  rezultată  de  0,2  µm  -  0,5  µm.  Datorită  suprafeței  plane,  această  metodă  este  populară  pentru  plăcile  de  circuite  cu  
componente  cu  pas  fin.

5.1.2  Domeniul  de  aplicare



Ansamblu  SMT  cu  două  fețe

Ansamblu  SMT  unilateral

Ansamblu  mixt  pentru  lipire  prin  val

Asamblare  mixtă  unilaterală

6.  Structura  PCBA

[19]  PCB-urile  pot  fi  proiectate  numai  cu  componente  SMD,  numai  componente  THT  sau  ambele
amestecate,  pe  una  sau  ambele  părți  ale  unei  plăci  de  circuite.

Figura  7:  Diferite  tipuri  de  asamblare.



  2mil

1,5  mm

  2mil

1,5  mm

7.  Design  conductor  de  cupru

7.1  Lățimea  conductorului,  distanța  și  recomandări

Vedeți  designul  găurii  de  montare

distanta  (mils)

6

orificiu  de  montare

grosimea  cupru  (oz)

Tabelul  1:  Lățimi  și  distanțe  minime  ale  conductorilor.

6

orificiu  de  montare

[22]  Distanța  de  la  conductorii  de  pe  straturile  exterioare  și  plăcuțele  de  cupru  de  pe  toate  straturile  până  la  marginea  plăcii  trebuie  să  fie  mai  mare  de  
20  mils.

Vedeți  designul  găurii  de  montareorificiu  de  montare

[20]  Lățimea  urmelor  și  distanța  dintre  conductori  variază  în  funcție  de  grosimea  stratului  de  cupru  și  de  stratul  pe  care  se  află  conductorii.  
Lățimile  minime  de  cale  și  distanțele  pe  straturile  exterioare  și  interioare  pentru  diferite  grosimi  de  cupru  sunt  date  în  Tabelul  1.

Distanța  de  la  conductor  la  marginea  găurii

4

Figura  8:  Distanța  recomandată  între  pad  și  urmă.

6

Figura  9:  Spații  libere  pentru  componentele  cu  carcasă  metalică.

Vedeți  designul  găurii  de  montare

NPTH  <  80mil

80mils<NPTH<120mils

2

Tabelul  2:  Distanțe  recomandate  între  conductori  și  marginea  NPTH-urilor  (găuri  neplacate)

12  mil

Lățimea  și  distanța  conductorului  stratului  interior  
(mil)

6

Fara  gaura  de  montare

lă imea  conductorului  stratului  exterior  i

al  8-lea

[23]  Nu  trebuie  să  existe  conductori  în  zona  de  sub  și  1,5  mm  în  jurul  unei  componente  metalice  (de  exemplu,  radiator).

8  mils

Fără  gaură  de  montare

mărimea  găurii

3

Fără  gaură  de  montare

1

[21]  Pentru  straturile  exterioare,  trebuie  respectată  distanța  dintre  urmă  și  pad  din  figura  8.

NPTH  >  120mil

[24]  Distanțele  de  la  conductori  la  găurile  neplacate  sunt  rezumate  în  Tabelul  2.

16  mil



urmă

urmă

Capul  trece  prin  pad

simetric

dezechilibrat

7.2  Pad  de  lipit  pentru  a  urmări  conexiunile

Figura  10:  Pozițiile  de  pornire  ale  scărilor

[27]  Dacă  un  conductor  este  mai  lat  decât  pad,  conductorul  nu  trebuie  să  traverseze  pad.  În  schimb,  lățimea  liniei  din  fața  plăcuței  ar  
trebui  să  fie  redusă  la  lățimea  suportului,  așa  cum  se  arată  în  Figura  12.  Dacă  trebuie  conectați  pinii  adiacenți  ai  unui  dispozitiv  
cu  pas  fin,  urmele  de  conectare  nu  trebuie  să  treacă  direct  între  plăcuțe,  ci  în  afara  șirului  de  plăcuțe  (fie  deasupra,  fie  dedesubt),  așa  
cum  se  arată  în  Figura  13.

[25]  Conexiunile  suporturilor  de  lipit  și  urme  ar  trebui  să  fie  păstrate  simetrice.

Figura  11:  Alinierea  slabă  a  conductorului  și  a  plăcuțelor

Figura  9:  Urme  echilibrate  și  dezechilibrate

[26]  Conductorii  trebuie  să  înceapă  din  centrul  plăcuței  și  nu  să  treacă  prin  plăcuțe



Figura  13:  Tampoane  de  conectare  pe  componente  cu  pas  fin

[30]  Dacă  există  o  zonă  mare  pe  placa  de  circuite  fără  cupru,  completați  zonele  goale  cu

preluarea  cheii

Cuprul  poate  fi  folosit  pentru  a  asigura  o  distribuție  uniformă  a  cuprului.

[28]  Proiectele  din  Figura  14  sunt  recomandate  pentru  a  asigura  o  conexiune  puternică  între  conductor  și  placă.

Figura  14:  Conexiuni  între  urme  și  găuri.

[29]  Când  urmele  sunt  distribuite  neuniform  pe  același  strat  sau  distribuția  cuprului  între  două

filetare

[31]  Vă  recomandăm  o  dimensiune  a  grilei  de  aproximativ  25  mil  x  25  mil  pentru  zonele  din  cupru

straturile  opuse  este  neuniformă,  se  recomandă  utilizarea  unor  zone  de  cupru  rasterizate  pentru  a  compensa  acest  
lucru.

Figura  12:  Conectarea  unui  pad  la  o  pistă  mai  largă

Intrare  de  colț

7.3  Suprafețe  de  cupru



mărimea  unu
Dreptunghi:  
25  x  25  mil

Figura  15:  Suprafață  de  cupru  ecranată.



D  +  6mil

D

D  +  5mil

D

D    Diametrul  necesar  pentru  capul  șurubului

D

masca  de  sudura

8.2  Design  de  mască  de  lipit  pentru  găuri

8.  Design  masca  de  lipit

8.1  Design  de  mască  de  lipit  pentru  urme

Figura  16:  Mască  de  lipit  pentru  vias.

Formula  D  +  5  mils,  unde  D  este  diametrul  găurii  în  sine.

8.3  Găuri  de  montare  și  șuruburi  [34]  Pentru  găurile  

placate  cu  metal,  deschiderea  măștii  de  lipit  trebuie  să  fie  de  fiecare  parte  a  centrului  găurii

[32]  În  mod  normal,  pistele  conductorului  sunt  acoperite  cu  rezistență  de  lipit.  Cu  toate  acestea,  dacă  este  necesar  pentru  aplicare,  acestea  pot  fi,  de  
asemenea,  păstrate  fără  rezistență  de  lipire.

[33]  Vias  ar  trebui  să  fie  parțial  fără  rezistență  de  lipire  pe  ambele  părți  (vezi  Figura  16).  Se  aplică

Figura  18:  Orificiu  de  montare  neacoperit.

8.2.1

[36]  Masca  de  lipit  pentru  găurile  de  tip  A  ar  trebui  să  respecte  dimensiunile  din  Figura  19.

Găuri  de  trecere  placate  (vias)

diametrul  gaurii  D  +  6  mil.

[35]  Pentru  găurile  neplacate,  deschiderea  în  masca  de  lipit  ar  trebui  să  fie  mai  mare  decât  capul  șurubului.

Figura  17:  Orificiu  de  montare  placat  cu  metal.



8.4  Mască  de  lipit  pentru  suporturi  de  lipit

adică

D    diametrul  capului  șurubului
fund

D

tampon  fără  lipit

D

tampon  de  lipit

top

D  +  5mil

D  +  10mil

[38]  Viasurile  îngropate  nu  trebuie  să  fie  păstrate  fără  mască  de  lipit.

Figura  22:  Mască  de  lipit  pe  plăcuțe  de  cupru.

[39]  Pentru  PCB-uri  care  vor  fi  procesate  prin  lipire  prin  val  și  componente  BGA  sau  CPS  cu  un  pas  de  pin  de

Figura  20:  Deschiderea  măștii  de  lipit  pentru  găurile  neplacate.

8.3.1  Găuri  pentru  scule

Figura  19:  Mască  de  lipit  la  orificiul  de  montare  de  tip  A

sunt  mai  mici  de  1,00  mm,  conductele  trebuie  acoperite  pentru  aceasta.

[42]  Masca  de  lipit  pentru  plăcuțele  de  cupru  trebuie  proiectată  așa  cum  se  arată  în  Figura  22.

[37]  Pentru  găurile  de  trecere  neplacate,  deschiderea  pentru  rezistență  la  lipire  ar  trebui  să  fie  D  +  10  mil  concentrică  la  gaură,  unde  
D  este  diametrul  găurii.  Vezi  Figura  20.

[40]  Atunci  când  plasați  un  punct  de  testare  sub  un  dispozitiv  BGA,  se  recomandă  să  conduceți  punctele  de  testare,  așa  cum  se  
arată  în  Figura  21.  Diametrul  tamponului  ar  trebui  să  fie  de  32  mil,  iar  deschiderea  în  masca  de  lipit  ar  trebui  să  fie  de  40  
mil.

8.3.2  Vias  îngropate  și  acoperite

Figura  21:  Pad  de  testare  BGA.

[41]  Dacă  PCB-ul  nu  este  lipit  prin  val  și  distanța  dintre  pini  de  la  componentele  BGA  este  mai  mare  de  1,00  mm,  nu  este  
necesar  să  se  acopere  vias-urile.  În  plus,  BGA  vias  poate  fi  apoi  folosit  ca  punct  de  testare.  Pe  partea  superioară,  
deschiderea  măștii  de  lipit  ar  trebui  să  fie  cu  5  mils  mai  mare  decât  cel  mai  mare  diametru  al  găurii.  Un  tampon  de  testare  
pe  partea  de  jos  ar  trebui  să  fie  executat  ca  la  punctul  [40].



8,5  punte  de  oprire  de  lipit  cu  degete  de  aur

Figura  23:  Dispunerea  măștii  de  lipit  pentru  diferite  plăcuțe  de  cupru.

[46]  Tampoanele  de  cupru  de  pe  contactele  de  aur  (degetele  de  aur)  ar  trebui  să  fie  păstrate  complet  libere  de  rezistență  de  lipire.  Masca  
de  lipit  ar  trebui  să  se  termine  acolo  unde  urmele  se  întâlnesc  cu  tamponul.  În  plus,  o  zonă  dincolo  de  marginea  plăcii  trebuie  
menținută  liberă  pe  marginea  panoului  de  pe  partea  inferioară.  Vezi  Figura  25.

[44]  Grupuri  de  plăcuțe  SMD  la  mai  puțin  de  0,5  mm  (20  mils)  una  dintre  ele  sau  cu  mai  puțin  de  10  mils  între  ele

Figura  25:  Bară  de  oprire  pentru  lipire  pe  contactele  aurii.

[45]  Ar  trebui  prevăzută  o  deschidere  în  masca  de  lipit  pentru  punctele  de  contact  ale  radiatorului.

Figura  24:  Lipiți  bare  de  oprire  pe  componente  cu  pas  fin.

Marginile  plăcuțelor  nu  necesită  o  singură  deschidere  a  măștii  de  lipit  și  pot  fi  lăsate  expuse  ca  grup.  Vezi  Figura  24.

[43]  Deoarece  producătorii  de  PCB  pot  produce  doar  o  precizie  limitată  a  distanțelor  măștii  de  lipit,  deschiderile  din  masca  de  lipit  ar  trebui  să  
fie  cu  6  mil  (3  mil  pe  fiecare  parte  a  plăcuței)  mai  mari  decât  suportul  de  lipit  cu  un  teren  de  lipit  de  3  mil.  Pentru  a  preveni  scurtcircuite  
și  punți  de  lipit,  trebuie  să  existe  o  mască  de  lipit  între  plăcuțe  și  placată  prin  găuri.

A

Pad  rotund

Zona  fără  lac  dincolo  de  sfârșitul  dimensiunii  plăcii

A

Capăt  lac  unde  urmele  se  întâlnesc  cu  pad

dreptunghiular

A  =  3  mil

Prin  intermediul

B

marginea  beneficiului

colț  de  bord

Tampoane

A

A

A    0,5  mm  sau  B    10  mil

A



Figura  26:  Poziționarea  recomandată  a  codului  de  bare.

9.  Design  de  imprimare

Design  serigrafic  9.1

9.2  Conținutul  serigrafiei

  Obiectele  imprimate  nu  trebuie  să  se  suprapună  pe  suporturi  de  lipire  sau  semne  de  înregistrare  și  trebuie  să  aibă  o  distanță  minimă  de

[51]  Ecran  de  mătase:

[52]  Direcția  de  prelucrare

Pentru  PCB-urile  care  necesită  un  radiator  care  este  mai  mare  decât  componenta,  conturul  radiatorului  ar  trebui  să  fie  imprimat  pe  
PCB.

respectă  6mil.

[54]  Etichetă  antistatică:

secven ă

[53]  Radiator:

Autocolante  cu  coduri  de  bare,  marcaje  ale  orificiilor  de  montare,  contururile  componentelor,  direcția  de  procesare  sau  diverse  etichete,  
cum  ar  fi  o  etichetă  antistatică.

[47]  Recomandări  generale

fi  evidentiat.
  Etichetele  componentelor ,  orificiile  de  montare  și  orificiile  de  amplasare  trebuie  să  fie  etichetate  corespunzător  și

[48]  Conținutul  imprimării  poate  include  numele  plăcii,  versiunea,  numărul  de  serie,  informații  despre  polaritate,  casete  pentru

În  mod  ideal,  eticheta  antistatică  ar  trebui  să  fie  pe  partea  superioară  a  plăcii  de  circuit.

  Distanța  minimă  recomandată  între  obiectele  imprimate:  >8  mil

[50]  Cod  de  bare  (opțional):

  Pentru  componentele  montate  orizontal  (de  exemplu,  condensatoare  electrolitice  axiale),  conturul  trebuie  imprimat  pe  placa  de  circuit  imprimat.
  Textul,  polaritatea  și  etichetele  de  direcție  nu  trebuie  acoperite  de  componente.

  O  linie  tipărită  trebuie  să  aibă  o  lățime  de  cel  puțin  5  mils.  Trebuie  să  vă  asigurați  că  textul  tipărit  este  suficient  de  mare  pentru  a  fi  citit  
fără  ajutor  (înălțimea  recomandată  a  caracterelor:  >50  mil).

[49]  Numele  și  versiunea  plăcii  ar  trebui  să  fie  plasate  în  față.  Scrisul  ar  trebui  să  fie  ușor  de  citit  cu  ochiul  fără  nici  un  ajutor.  În  plus,  partea  de  sus  și  
de  jos  ar  trebui  să  fie  etichetate  „T” (sus)  și  „B” (jos).

În  general,  textul  ar  trebui  să  fie  aliniat  doar  de  la  stânga  la  dreapta  sau  de  sus  în  jos.

Pentru  plăcile  de  circuite  imprimate  care  urmează  să  fie  procesate  în  mașini  într-o  direcție  specifică,  cum  ar  fi  un  sistem  de  lipit  
prin  valuri,  direcția  de  procesare  ar  trebui  să  fie  recunoscută  pe  placa  de  circuite  imprimate  (de  exemplu,  printr-o  săgeată  imprimată).

  Pentru  plăcile  de  circuite  dens  populate,  conținutul  textului  imprimat  poate  fi  selectat  în  funcție  de  cerință.

  Amplasarea  normală  a  codurilor  de  bare  este  prezentată  în  Figura  26
  Un  cod  de  bare  trebuie  imprimat  numai  orizontal  sau  vertical  și  nu  în  unghi  pe  placa  de  circuit.



12  mil

nu

gauri  placate
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10.2  Proiectarea  găurilor

10.  Foraje  si  gauri

10.1  Găuri  placate  și  neplacate

[57]  Pentru  găurile  placate,  trebuie  menținută  o  distanță  minimă  de  12  mils  până  la  urmele  de  pe  straturile  exterioare.

[60]  Vias  ar  trebui  să  fie  la  cel  puțin  1,5  mm  distanță  de  toate  componentele  carcasei  metalice.

Tabelul  3:  Design  recomandat  de  găuri  în  funcție  de  funcție.

[56]  Distanța  minimă  dintre  marginile  găurilor  multiple  trebuie  să  fie  de  cel  puțin  12  mils,  indiferent  dacă  sunt  placate  sau  nu.  Pentru  
găurile  placate,  această  dimensiune  nu  include  materialul  de  placare  real.  Acest  lucru  este  deosebit  de  important  pentru  a  evita  
scurgerea  materialului  de  acoperire  între  straturi.

Tip  B

Figura  26).  Diametrul  minim  al  unei  găuri  finite  este  de  0,2  mm.  Acoperirea  va  face  diametrul  final  mai  mic.

10.2.1  Tipuri  de  foraj

[58]  Pentru  plăcile  de  circuite  cu  straturi  interioare,  urmele  trebuie  să  mențină  o  distanță  minimă  de  6  mil  până  la  marginea  unei  traverse.

10.1.1  Distanța  generală  între  găuri

Tip  A

voi.

Tip  B

[59]  Vias  nu  trebuie  să  se  suprapună  pe  plăcuțele  de  lipit.

Tip  C

10.1.2  Distanța  dintre  vias

[55]  Aici  definim  D  ca  diametrul  minim  al  găurii  din  materialul  de  bază  pur  PCB  (vezi

Tip  C

Figura  26:  Distanțe  pentru  găuri



2.8

mare

Diametrul  șurubului  (mm)

6

Găuri  mici  
placate

Orificiu  neplacat

  2

5

7.6

diametrul  metalicului

găuri

12

4

orificii  pentru  nituri

Diametru  cap  șurub  (mm)

7.1

Unde  „A”  este  distanța  minimă  dintre  conductor  și  suport.  Distanțele  minime  față  de  suprafețele  de  cupru  nu  se  aplică  straturilor  interioare.

Tip  B

gaura  mare  cu

2.5

8.6

2.5

Tampoane

func ie

orificii  pentru  șuruburi

gaura  placata

4

6

*

3

mic  neplacat  prin

Tip  C

10.6

Componenta  de  asamblare  +  A*

Tip  A

2

7.6

poziție/găuri  
pentru  scule  etc.

Figura  26:  Diferite  tipuri  de  găuri.

10.2.2  Autorizările  necesare

Tabelul  4:  Distanța  recomandată  a  găurilor  în  funcție  de  funcție.



panou

D  =  2,0  mm

L  =  3,0  mm

Marca  de  înregistrare  a  imaginii

d  =  1,0  mm
adică

Marca  de  înregistrare  locală

D  =  2,0  mmD

D

marca  de  înregistrare

d  =  1,0  mm

Ladică

11.  Mărci  de  înregistrare

11.2  Structura  mărcilor  de  înregistrare

11.1  Definiții

11.3  Pozi ionarea  mărcilor  de  înregistrare

11.2.1  Panou  (panoul)  și  mărci  de  înregistrare  a  imaginii

Plăcile  cu  circuite  imprimate  pe  două  fețe  necesită  semne  de  înregistrare  pe  ambele  părți.  Poziția  trebuie  să  fie  consecventă  pe  ambele  
părți  (vezi  Figura  29).

Deschiderea  măștii  de  lipit:  2,00  mm  în  diametru  și  concentrică  la  centrul  mărcii  de  înregistrare.

[61]  Mărcile  de  înregistrare  pot  fi  împărțite  în  3  categorii  în  funcție  de  poziția  și  funcția  lor:  mărci  de  înregistrare  a  panoului,  mărci  de  
înregistrare  locale  și  mărci  de  înregistrare  a  imaginii.

11.2.2  Mărci  de  înregistrare  locale

Figura  28:  Structura  panoului  și  a  marcajelor  de  înregistrare  a  imaginii.

[62]  Forma:  un  cerc  umplut  cu  un  diametru  de  1,0  mm.

Figura  29:  Structura  mărcilor  de  înregistrare  locale.

Pentru  plăcile  de  circuite  imprimate  populate  pe  o  parte,  mărcile  de  înregistrare  sunt  necesare  doar  pe  partea  în  care  urmează  să  fie  
lipite  componentele  SMD.

Deschiderea  măștii  de  lipit:  2,00  mm  în  diametru  și  concentrică  la  centrul  mărcii  de  înregistrare.
[63]  Forma:  un  cerc  umplut  cu  un  diametru  de  1,0  mm.

Capac  din  cupru:  un  octogon,  cu  diametrul  de  3,00  mm  și  concentric  la  centrul  mărcii  de  înregistrare.

[64]  În  general,  numai  plăcile  de  circuite  imprimate  care  sunt  populate  automat  necesită  semne  de  referință.  Plăcile  cu  circuite  imprimate  care  
sunt  asamblate  manual  nu  au  nevoie  de  ele.

Figura  27:  Diferențierea  mărcilor  de  înregistrare.

Capac  din  cupru:  nu  este  necesar.



Semnele  de  înregistrare  trebuie  să  fie  plasate  simetric  față  de  centru  la  două  colțuri  ale  unei  componente.

[66]  Semnele  de  înregistrare  a  imaginii  sunt  situate  pe  subplacile  panoului  și  trebuie  să  fie,  de  asemenea,  în  formă  de  „L”

[65]  Semnele  de  înregistrare  a  panoului  sunt  situate  pe  marginea  panoului.  Pentru  a  recunoaște  alinierea,  ar  trebui  să  existe  3  puncte  de  referință  pe  
fiecare  panou,  care  sunt  aliniate  într-o  formă  de  „L”,  așa  cum  se  arată  în  Figura  30.

11.3.1  Panoul  mărcilor  de  înregistrare

de    0,8  mm  Sunt  necesare  mărci  de  înregistrare  locale.

11.3.2  Marcaje  de  înregistrare  a  imaginii

Figura  29:  Poziția  semnelor  de  înregistrare  pe  plăcile  de  circuite  imprimate  pe  două  fețe.

[67]  Pentru  componente  cu  știfturi  „arip  de  pescărș”  și  o  distanță  între  știfturi    0,4  mm  sau  alte  piese  SMD  cu  o  distanță  între  știfturi

Figura  31:  Alinierea  punctelor  de  referință  locale

Figura  30:  Poziția  marcajelor  de  referință  pe  marginile  panoului  și  subplăcile.

11.3.3  Mărci  de  înregistrare  locale

plasate  și  cât  mai  îndepărtate  una  dintre  ele.  În  plus,  trebuie  respectată  o  distanță  minimă  de  6,00  mm  până  la  marginea  subplacii.  Daca  nu  este  
posibil  sa  se  pastreze  distantele  in  toate  colturile,  cel  putin  distantele  pana  la  marginea  de  transport  trebuie  pastrate.
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12.  Crearea  panourilor  și  tranziții

12.1  Scor  (V-Cut)

Figura  32:  Distanța  între  componente  în  timpul  separării  mecanice

Figura  33:  Marja  necesară  pentru  separarea  mecanică  a  plăcilor  de  circuite.

[68]  Plăcile  cu  circuite  imprimate  pot  fi  marcate  pentru  a  le  separa  apoi  în  plăci  individuale.  Plăcile  de  circuite  pot  doar

Trebuie  menținută  o  distanță  de  siguranță  „S” (Fig.  35)  de  la  straturile  interioare  de  cupru  de  pe  plăcile  multistrat  până  la  marcaj  pentru  a  evita  
scurtcircuitele  între  straturi.  S    0,3  mm  este  de  obicei  suficient.

[70]  Dacă  plăcile  de  circuite  imprimate  trebuie  separate  mecanic,  trebuie  menținută  o  distanță  de  cel  puțin  1,0  mm  față  de  toate  
componentele  în  zona  din  jurul  benzii  rămase  pentru  a  proteja  componentele  de  deteriorare.

Figura  34:  Dimensiuni

Figura  35:  Distanța  de  siguranță  „S”  pentru  plăci  multistrat

[69]  Pentru  plăcile  cu  circuite  imprimate  destinate  grafurilor,  grosimea  minimă  ar  trebui  să  fie  de  3,0  mm.

În  același  timp,  trebuie  luată  în  considerare  dimensiunea  necesară  a  capului  de  tăiere.  După  cum  se  arată  în  Figura  33,  nicio  componentă  cu  înălțimea  
de  peste  25  mm  nu  poate  fi  la  5  mm  de  restul  pânzei.

Când  panourile  sunt  marcate,  trebuie  menținute  următoarele  distanțe  pentru  a  proteja  componentele  în  timpul  procesului  de  tăiere  și  pentru  a  
asigura  o  tăiere  ușoară.

paralel  cu  o  margine  plată  a  plăcii  în  linie  dreaptă  pe  toată  lățimea  sau  înălțimea  panoului  și  nu  trebuie  să  traverseze  nicio  componentă.
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12.2  Puncte  de  rupere  perforate

12.3  Panelizarea

[74]  La  realizarea  layout-ului  trebuie  asigurată  utilizarea  optimă  a  spațiului  disponibil,  care  influențează  în  cele  din  urmă  prețul  plăcilor  cu  circuite  
imprimate.

Figura  38:  Lățimea  panoului  cu  2  plăci  de  circuite  imprimate

Nu  sunt  necesare  spații  libere  pentru  plăcile  cu  circuite  imprimate  scrise  care  respectă  distanțele  de  la  [12.1].

[73]  Crearea  unui  panou  este  recomandată  pentru  plăcile  cu  circuite  mai  mici  de  80  mm  x  80  mm.

întregul  panou  nu  depășește  150,0  mm.  Marginile  și  ghidajele  pentru  scule  trebuie  să  fie  pe  partea  mai  lungă  a  panoului  pentru  a  evita  
deformarea  panoului.

Distanța  dintre  plăcile  de  circuite  trebuie  păstrată  într-un  avantaj.  Procesul  este  utilizat  în  cea  mai  mare  parte  împreună  cu  marcajul  sau  
perforarea.

Notă:  Acest  lucru  este  deosebit  de  important  pentru  PCB-uri  non-dreptunghiulare  (de  exemplu,  în  formă  de  „L”).  Vezi  Figura  37.

[71]  Lățimea  recomandată  a  fantelor  frezate  este  de  2  mm.  Ele  sunt  utilizate  mai  ales  atunci  când  sunt  specifice

[76]  În  cazul  plăcilor  secundare  mai  înguste,  mai  mult  de  3  plăci  secundare  pot  fi  aliniate  atâta  timp  cât  lățimea

  PCB-uri  dreptunghiulare:

Rândurile  de  perforații  trebuie  să  aibă  5  mm,  așa  cum  se  arată  în  Figura  36.

[77]  Utilizări  multiple

[72]  Distanța  dintre  găuri  ar  trebui  să  fie  de  1,5  mm  față  de  centre.  Distanța  dintre  2

[75]  Dacă  panoul  este  lipit  la  mașină  (reflow  sau  lipire  prin  val)  și  o  placă  secundară  este  mai  mică  de  60,0  mm,  panoul  nu  trebuie  să  aibă  mai  mult  
de  2  PCB  lățime.

Figura  36:  Dimensiuni  pentru  perforare.

Figura  37:  Plăci  de  circuite  în  formă  de  L  pe  un  panou



  PCB-urile  cu  contacte  aurii  trebuie  poziționate  cu  contactele  orientate  spre  exterior  (vezi  Figura  42).  Acest  lucru  
este  necesar  pentru  aplicarea  stratului  de  aur.

voi.
  Dacă  plăcile  de  circuite  nu  se  potrivesc  complet,  materialul  în  exces  poate  fi  frezat

  Plăci  cu  circuite  de  formă  neregulată

Figura  40:  Crearea  panoului  de  plăci  de  circuite  cu  formă  neregulată

Figura  39:  Exemplu  de  panou  simplu.

  Pentru  piese  mai  mari  de  material  de  prisos,  plăcile  de  circuite  pot  fi  perforate  pe  alocuri  pentru  a  putea  fi  sparte  
ulterior.  Vezi  Figura  41.

O  combinație  de  inscripționare  și  frezare  poate  fi  utilizată  pe  plăci  de  formă  neregulată  sau  pe  plăci  în  care  
componentele  ies  din  margini.

[78]  Crearea  panourilor  cu  material  de  umplutură
  Plăcile  cu  circuite  cu  formă  neregulată  pot  fi  amplasate  pe  panou  astfel  încât  să  aibă  o  formă  dreptunghiulară

Figura  42:  Aspect  recomandat  pentru  plăcile  de  circuite  imprimate  cu  contacte  aurii.

formă.

Figura  41:  Crearea  panoului  cu  două  plăci  de  circuit  imprimat  de  formă  neregulată  cu  material  de  umplere  și  puncte  de  rupere  
predeterminate  perforate.
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12.4  Crearea  panourilor  pentru  plăci  de  circuite  imprimate  cu  formă  neregulată

Figura  43:  Crearea  panoului  cu  zone  de  umplere.

  Dacă  placa  de  circuite  de  ex.  B.  Lipsește  un  colț  sau  o  parte  este  tăiată  din  PCB,  trebuie  adăugate  umpluturi  pentru  a  face  PCB-
ul  cât  mai  pătrat  posibil,  ceea  ce  facilitează  procesul  de  fabricație  și  asamblare.

[79]  Principiu:

[80]  Pentru  PCB-uri  cu  materiale  de  umplutură  mai  mari  de  35  mm  x  35  mm  se  recomandă  utilizarea  tehnicilor  de  lipire  SMT  sau  lipire  prin  val
utilizare.  Pentru  piesele  de  umplutură  mai  lungi  de  50  mm,  două  locuri  ar  trebui  să  fie  perforate.  O  zonă  perforată  este  
suficientă  pentru  bucăți  de  umplere  mai  mici.

  Dacă  PCB-ul  finit  nu  are  o  marjă  liberă  de  5  mm,  ar  trebui  adăugată  o  marjă  suplimentară  de  prelucrare/preluare.

Figura  44:  Amplasarea  perforațiilor  pe  piesele  de  umplutură.  „a”  este  lungimea  piesei  de  umplutură.
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13.2  Lipirea  prin  reflow

13.  Aspectul  componentelor

13.1  Cerințe  generale  privind  aspectul  componentelor

la  alte  componente.

[85]  Părțile  metalice  sau  componentele  cu  carcasă  metalică  nu  trebuie  să  se  atingă.  Ar  trebui  să  fie  o  distanță  minimă  de  1,0  mm

componente  în  partea  de  sus.

Figura  46:  Slot  blocat  de  componentă

arată  și  toți  polii  negativi  către  cealaltă  parte.  Așezarea  componentelor  înalte  lângă  cele  mici  trebuie  evitată  pentru  a  nu  complica  inspecția  manuală.  Un  
unghi  de  vizualizare  de  45°  față  de  știfturi  trebuie  să  fie  acordat  pentru  toate  componentele  pentru  a  putea  verifica  îmbinările  de  lipit.

componentă

[81]  Componentele  cu  montare  prin  orificiu  traversant  trebuie  amplasate  cât  mai  ordonat  posibil.  Pentru  a  simplifica  asamblarea,

fi  respectat.

sensibil  la  căldură

[82]  Dacă  o  componentă  trebuie  lipită,  trebuie  să  se  asigure  că  piesa  are  o  distanță  minimă  de  3,0  mm

[84]  Distanța  dintre  componente  trebuie  să  fie  suficientă  pentru  a  permite  funcționarea  normală,  de  ex.  B.  cu  fantă  pentru  card

[86]  Dacă  este  posibil,  toate  componentele  mici  SMB  ar  trebui  să  fie  pe  o  parte  a  plăcii  și  SMD  mai  mare

13.2.1  Cerințe  generale  pentru  componentele  SMD

De  asemenea,  trebuie  avut  grijă  să  se  asigure  o  aliniere  consecventă  pentru  componentele  critice  de  polaritate.  Componentele  SMD  ar  trebui,  de  
asemenea,  plasate  cât  mai  consistent  posibil.  Aceasta  include  atât  direcția,  cât  și  orientarea  relativă  față  de  alte  componente  (formarea  în  serie).

Figura  45:  Amplasarea  componentelor  sensibile  la  căldură.

[87]  Componentele  critice  pentru  polaritate  ar  trebui  să  fie  orientate  astfel  încât  toți  polii  pozitivi  să  fie  pe  o  parte  a  PCB

[83]  Pentru  PCB-urile  cu  radiatoare,  trebuie  luate  în  considerare  amplasarea  și  orientarea.  Trebuie  să  existe  o  distanță  suficientă  față  de  componentele  
învecinate  (cel  puțin  0,5  mm).  Acest  lucru  este  deosebit  de  important  pentru  componentele  sensibile  la  căldură  (cum  ar  fi  cuarțul).  Astfel  de  
componente  ar  trebui  să  fie  amplasate  cât  mai  departe  posibil  de  componentele  care  produc  căldură  și,  de  preferință,  într-un  flux  de  aer  existent.  
În  plus,  componentele  mari  nu  ar  trebui  să  blocheze  fluxul  de  aer.

a  nu  bloca.



Figura  48:  Cerințe  de  aspect  pentru  componentele  de  montare  pe  suprafață.Figura  50:  Pad-uri  SMD  împărțite.Figura  50).Pasta  de  lipit  nu  are  efecte  negative  asupra  lipirii  componentei  THT.  Vezi  Figura  51.[90]  Toate  componentele  SMD  trebuie  să  fie  mai  mici  de  50  mm  pe  cel  puțin  o  parte.[88]  Componentele  de  montare  la  suprafață  în  versiunile  CPS,  BGA  etc.  trebuie  să  aibă  o  distanță  minimă  de  2  mm.  5  mm  este  optim.13.2.2  Amplasarea  componentelor  SMDFigura  47:  Unghiul  de  inspecție  pentru  îmbinările  de  lipitpartea  cu  mai  puține  componente).  Zona  opusă  acestor  componente  ar  trebui  să  fie  păstrată  liberă  de  componente  cu  același  design,  cu  o  marjă  suplimentară  de  8  mm.  Vezi  Figura  48.[89]  În  general,  componentele  montate  pe  suprafață  nu  ar  trebui  să  fie  plasate  pe  partea  inferioară  a  PCB-ului  ([91]  Nu  este  recomandată  suprapunerea  a  două  componente  SMD  cu  știfturi  de  aripi  de  pescăruș,  așa  cum  se  arată  în  Figura  49.[93]  Componentele  THT  și  SMD  se  pot  suprapune  dacă  se  asigură  că  aplicația  pe  plăcuțele  SMD[92]  Dacă  piesele  SMD  au  o  placă  comună,  dimensiunile  pieselor  trebuie  să  fie  aceleași  (a  se  vedeaFigura  49:  Aspect  incompatibil  a  două  componente  SOP.
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Tabelul  5:  Recomandări  privind  distanța  dintre  componente.

SOT /  SOP

QFP

BGA

Aceleași  componente:    0,3  mm

[95]  Pentru  plăcile  de  circuite  imprimate  care  trec  prin  procesul  de  reflux,  distanța  dintre  componente  este  dată  în  Tabelul  5.

0,45
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0,65

0,45

8.00

0,50

5.00

[94]  Distanța  necesară  între  componentele  SMD  este:

0,45

Figura  52:  Distanțele  dintre  componente.
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0,45

0,45

0,30

nu  afectează  negativ  calitatea  imprimării.  În  mod  ideal,  distanța  dintre  componentele  SMD  și  câmpurile  codurilor  de  bare  ar  trebui  să  
respecte  dimensiunile  din  Tabelul  6  pentru  a  nu  afecta  calitatea  îmbinărilor  de  lipit.

Valoarea  declarată  este  întotdeauna  cea  mai  mare.  Fie  pad-ul,  fie  dimensiunile  componentei.  Numerele  dintre  paranteze  reprezintă  valoarea  
minimă.

Componente  diferite:    0,13  ×  h  +  0,3  mm  (h  =  diferența  maximă  de  înălțime  între  componentele  adiacente)

0,55

0,50

5,00  (3,00)

5.00

BGA

Figura  51:  Aspect  acceptabil  pentru  componente  THT  și  SMD.
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[96]  Componentele  cu  pas  fin  trebuie  să  mențină  o  distanță  minimă  de  10  mm  față  de  toate  marginile  plăcii  pentru  a
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13.3  Lipirea  prin  val

10  mm

Tabelul  6:  Distanța  recomandată  între  codurile  de  bare  și  componente

tip  n

[98]  Mufele  și  conectorii  trebuie  amplasați  astfel  încât  conectarea  și  deconectarea  să  nu  fie  obstrucționate.

distanta,  d

[97]  Pentru  plăcile  la  care  distanța  dintre  marginile  de  transport  este  mai  mare  de  300  mm,  componentele  grele  THT  nu  trebuie  plasate  în  
mijlocul  plăcii.  Acest  lucru  reduce  deformarea  plăcii  de  circuite  în  timpul  procesului  de  lipire.

  Componente  SOP  cu  distanță  între  pini    1,27  mm  și  distanță  între  PCB  și  componentă    0,15  mm.

13.2.3  Dispunerea  componentelor  THT  pe  plăci  de  circuite  cu  procesare  reflow

  Rezistori,  condensatori  și  inductori  de  dimensiunea  0603  sau  mai  mare  și  un  spațiu  între  PCB  și  componentă  mai  mic  de  
0,15  mm.

[100]  Distanța  dintre  componentele  THT  și  marginea  de  transport  ar  trebui  să  fie    10  mm,  distanța  până  la  plăcile  de  circuite  imprimate

IC  și  altele

  Componente  SOT  cu  distanță  între  pini    1,27  mm  și  pini  vizibili.

[99]  Distanța  dintre  componentele  THT  ar  trebui  să  fie  >  10  mm.

0603  și  mai  mare,  SMD

5  mm

Notă:  Pinii  componentelor  SMD  trebuie  să  fie    2  mm,  altfel  nu  sunt  potriviți  pentru  lipirea  prin  val.  Alte  componente  nu  
trebuie  să  fie  mai  mari  de  4  mm.

[102]  Axa  lungă  a  dispozitivelor  SOP  ar  trebui  să  fie  aliniată  paralel  cu  direcția  de  procesare.  Componentele  SOP

Figura  54:  Plasarea  plăcuțelor  „Hoți  de  lipire”  pe  componentele  SOP  pentru  lipirea  cu  val.

componentă

[103]  Cu  componentele  SOT-23,  este  de  asemenea  important  să  se  asigure  că  pinii  sunt  paraleli  cu  direcția  de  procesare

marginea    5mm.

componente

necesită  plăcuțe  suplimentare  la  capătul  unui  rând  de  plăcuțe,  care  acționează  ca  „hoți  de  lipire”  și  împiedică  crearea  de  punți  
între  ultimii  doi  pini.  Vezi  Figura  54.

minim

[101]  Lipirea  prin  val  este  potrivită  pentru  următoarele  componente  SMD:

Figura  53:  Spațierea  codurilor  de  bare  și  a  componentelor.

Distanța  între  știfturi    1,27  mm,  știftul  aripii  de  pescăruș  (de  exemplu,  SOP,  
QFP)  și  componentele  BGA

13.3.1  Cerințe  pentru  componentele  SMD  în  procesul  de  lipire  prin  val

sunt  aliniate.

D D

D

direcția  de  prelucrare

COD  DE  BARE

direcția  de  prelucrare

Pad  „Hoț  de  lipit”.



Tabelul  7:  Distanța  dintre  componentele  de  același  tip.

direcția  de  prelucrare

B

L

L

BL

SOT

Tip  0,76/30

distan ă

Condensatoare  de  tantal  
6032  și  7343

SO.P ---

Distanța  dintre  componente  B  (mm/mil)

  Pentru  componente  de  același  tip:  După  cum  este  indicat  în  Tabelul  7.

1,27/50

0805

1,27/50

2.03/80

---

1,27/50

1,27/50

[104]  În  general,  lipirea  cu  val  creează  o  „umbră”  în  spatele  componentelor  și  pinii.  Prin  urmare,  trebuie  menținută  o  distanță  minimă  între  
componente  și  plăcuțe.

1,27/50

Distanța  dintre  tampon  L  (mm/mil)

0603

distan ă

0,89/35

1.02/40 1,27/50

1,27/50

Figura  56:  Aspectul  componentelor  de  același  tip.

distanta  minima

1.02/40

1,52/60

1,52/60

0,76/30

Recomandat

0,89/35

1.02/40

1,27/50

Cerințele  de  autorizare  sunt  în  Figura  57  și  Tabelul  4.

Recomandat

  1206

2,54/100

1,27/50

Condensatoare  de  tantal  
3216  și  3528

distanta  minima

Figura  55:  Alinierea  componentelor  SOT-23  pentru  lipirea  prin  val

1,27/50

1,27/50

1,27/50

  Pentru  diferite  tipuri  de  componente,  distanța  dintre  plăcuțe  trebuie  să  fie    1,0  mm.

proiecta

1.02/40

1.02/40

1.02/40



B

Minim  =  0,5  mm

B

B

2,54/100

0,6/24

Forma  
(mm/mil)

2,54/100

2,54/100

0,6/24

0,6/24

SOT

1,27/50 2,54/100

vias

2,54/100

1810

0,6/24

13.3.2  Cerințe  generale  de  aspect  pentru  componentele  THT

punct  TIC

0,6/24

0,6/24

0,6/24

vias

0,6/24

0,6/24

[107]  Trebuie  avut  grijă  să  se  asigure  că  componentele  respectă  cerințele  din  Figura  59  dacă  urmează  să  fie  lipite  manual  sau  dacă  
trebuie  garantată  o  opțiune  de  reparație  ușoară.

SO.P

0,6/24

Tabelul  8:  Distanțele  diferitelor  tipuri  și  dispoziții  de  componente.

2,54/100

2,54/100

0,3/12

[106]  Distanța  dintre  componentele  adiacente  este  dată  în  Figura  58.

2,54/100 2,54/1001,27/50

1,27/50

hoț”  Pad

0603  -

1810

0,6/24

0,6/24

asta

0,6/24

Figura  58:  Distanța  dintre  componentele  THT.

1,52/60

SOT

0,3/12

Figura  57:  Aspect  cu  diferite  forme  și  tipuri  de  componente.

hoț”  Pad

0,6/24

0,6/24

2,54/100

0,6/24

fi  plasat  pe  stratul  superior.

1,27/50

"Lot

1,27/50

asta

0,6/24

0603  -
1,27/50

1,27/50

0,6/24

0,6/24

0,6/24

SO.P

0,3/12punct  TIC

2,54/100

"Lot

0,6/24

[105]  Pe  lângă  respectarea  posibilelor  cerințe  de  mediu  fizic,  componentele  THT  de  pe

2,54/100

0,6/24

1,27/50



X

gaură

α    45°  X    1mm

minim
1,0  mm

"Lot
hoț”  Pad

A

tampoane

epiliptic

A

placat  prin

direcția  de  transport

fi.  Carcasele  componentelor  nu  trebuie  să  interfereze  între  ele.

Figura  60:  Dispunerea  THT  pentru  lipirea  prin  val

[108]  Distanța  optimă  între  pini  este    2,0  mm.  Distanța  dintre  două  margini  ale  plăcuțelor  trebuie  să  fie  de  cel  puțin  1  mm

Figura  61:  Alinierea  rândurilor  de  pini  la  procesare  cu  lipire  prin  val.

[109]  Rândurile  lungi  de  știfturi  trebuie  aliniate  paralel  cu  direcția  de  procesare,  adică  perpendicular  pe  valul  de  lipit.  În  cazurile  în  care  rândurile  de  
știfturi  trebuie  așezate  perpendicular  pe  direcția  de  prelucrare,  plăcuțele  rotunde  trebuie  schimbate  cu  plăcuțe  eliptice.  Dacă  distanța  
dintre  marginile  plăcuțelor  este  în  intervalul  0,6  mm  -  1,0  mm,  ar  trebui  să  se  folosească  plăcuțe  „hoț  de  lipit”  și,  de  asemenea,  plăcuțe  
eliptice.

Figura  59:  Cerințe  de  aspect  THT

13.3.3  Cerințe  generale  pentru  componentele  cu  montare  prin  orificiu  traversant  (THT)




